@ Microsolder

HIBAANALITIKA A GYAKORLATBAN
Szakmai tovabbképzé tanfolyam

Helyszin: Microsolder Kft. oktatéterme, 1037 Budapest, Kiscsillag u. 18.
A tanfolyam magyar és angol nyelven érhetd el.

”

A tanfolyam célja: Olyan ismereteket adni az elektronikai gyartd, Osszeszereld
Uzemekben technoldgiai, termelési és mindségiranyitasi terileten dolgozo
szakembereknek, amelyek segitségével hatékonyabban valaszthatnak ki a detektalt
hiba gyokér okanak feltarasara iranyuld analitikai modszereket, valamint pontosabban
értelmezhetik a vizsgalati jelentéseket, az eredmények érvényességét.

A tanfolyam moddszere: Elméleti tovabbképzés magyar nyelven, vetitett eléadassal,
esettanulmanyokkal. Latogatas a BME laboratériumaban. Lehetdség van a résztvevék
altal felvetett, gyakorlatban felmerilt problémak megbeszélésére.

Kinek hasznos? Azon munkatarsnak, poziciotél fliggetlendl, akik barmilyen modon részt
vesznek akar a gyartds soran észlelt hibak, akar reklamalt termékek hibainak
analizisében, a gyokér okok meghatarozasanak folyamataban.
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Tematika (teljes id6tartam 2 nap, 14 6ra):

Az elektronikai termékek hibaanalizise soran rendszeresen hasznalt vizsgalé berendezések és
modszerek révid bemutatdsa, a berendezésekkel végezhetd vizsgdlatok lehetdségei és
korlatai, a vizsgalati eredmények alapjan levonhaté kévetkeztetések

e optikai és rontgenmikroszkdépia, CT

® pasztazo elektronmikroszkop (SEM) és rontgen-fluoreszcens spektrométer (SEM-EDX)

® pasztazo akusztikus mikroszkop

e keresztmetszeti csiszolat készités

* infravords spektroszkopia

e termikus analizis médszerek

e A hibaanalitikai jegyzékonyvek értelmezése, ,,gyenge pontok” a jegyzékonyvben,
kommunikacié a laboratériummal

Esettanulmanyok bemutatdsa:

e gyakori forrasztasi hibak és okaik

e szennyezOdések vizsgalata, azonositasa

e elektrokémiai migracié okai és detektdlasa

e PCB-k és alkatrészek bevonatainak hibai, a bevonatok minésitése, nedvesitési problémak
e egyéb PCB hibak vizsgalata

e delaminaciok és detektalasuk

e BGA alkatrészek forrasztasi hibdinak vizsgdlata

Az ismeretek elsajatitasanak ellendrzése és tanusitasa: irasbeli zdardteszt, minimalisan

elérendé pontszam: 70%. A kovetelményeket teljesiték a tanfolyam elvégzésérdl irdsos
tanusitvanyt kapnak.

A tanfolyam az EFI Services Kft. és a Microsolder Kft. egytittmukodésén alapul.
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